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Az elektronika termelőberendezéseinek kétévenkénti 
szakkiállí tását, a Product ronicá t 1983-ban ötödik 
alkalommal rendezték meg. Bá r ezt a területet 
Európában és a tengerentúlon is több hasonló kiállítás 
is lefedi, a Productronica jelentősége nem csökken. 
Mutatja ezt az is, hogy a kiállítók száma az előző 
kiállításhoz képest 904-ről 1151-re (27%), a kiállítás 
területe pedig 56 000 m 2 - ről 70 000 m 2-re nő t t (25%). 
A kiállítók 24 országot képviseltek, amelyek közül 
h á r o m : Franciaország, Nagy-Britannia és az USA 
hivatalos nemzeti anyaggal is szerepelt a kiállítók 
közöt t . A szocialista országokat Csehszlovákia, az 
N D K és a Szovjetunió egy-egy külkereskedelmi cége 
mellett a magyar színesfém-félgyártmányokat k i 
állító Pannónia Külkereskedelmi Vállalat (Csepeli 
Vas- és Fémművek) képviselte. 

Már a korábbi kiállításokon is szembetűnt , hogy 
milyen sok (az NSZK-ban) külföldi céget képvisel
nek NSZK-közvet í tők. Ez a tendencia idén tovább 
erősödött , közel 300 külföldi céget képviseltek köz
vet í tők. Egy másik erősödő tendencia, amelynek 
lehetséges okaira még visszatérünk, hogy az élenjáró 
technológiák képviselői, a nagy tengerentúli (USA 
és J a p á n ) cégek egyre kevésbé képviseltetik magu
kat a kiállításon. A kiállítók számának a növekedése 
egyre inkább a kis vállalatok megjelenésének köszön
hető. 

A rendezők öt nagy csoportba osztot ták a kiállító
kat (zárójelben az adott terület kiállítóinak száma). 

A) Szilárdtest-eszközök és hibr idáramkörök alap
anyagai és gyártóberendezései (252) 

B) Nyomtatot t áramköri lapok gyártóberendezé
sei és segédanyagai (328) 

C) Részegység és berendezésgyártás eszközei és 
anyagai 

D) Elektronikus eszközök tokozása, üzemi beren
dezések, tekercseléstechnológia (C + D = 416) 

E) Mérő és ellenőrző berendezések (155) 
Az eddigi gyakorlattal egyezően a fenti témakör

ből a kiállítással párhuzamosan szakszemináriumo
kat és kerekasztal-megbeszéléseket rendeztek. (Meg
jegyzésre kívánkozik, hogy ezeken a részvételi költ
ség sokszorosa a kiállítás belépődíjának.) Csak kira
gadva néhány szekció t émájá t : technikai-közgazda
sági szempontok a szilárdtest-technológia anyagainak 
megválasztásában; NYÁK készítés gazdaságossága, 
önköltségcsökkentése; elektronikus alkatrészek toko
zásának új technológiai megközelítése; száloptika a 
folyamatok automat izálásában. 

A lá to t tak részletes értékelésekor előre kell bocsá
tani, hogy a kiállítás kereskedelmi jellegű. A kiállító 

cégek nem a fejlesztés alatt álló csúcsteljesítménye
ket kívánják bemutatni (ha mégis így tesznek, azt 
elsősorban reklámcélokból teszik), hanem azokat a 
termékeiket , amelyeket a piacon — az adott esetben 
Nyugat -Európa piacán — értékesíteni tudnak és 
kívánnak. így tehá t ez a vásár elsősorban a keres
kedelmi trendekről tá jékoztat és csak másodsorban, 
közvetve a fejlődés fő irányairól. 

A legfontosabb tapasztalatokat az alábbiakban 
összegezzük. 

Az alapanyagok kiállítóinak száma csökkent. A 
jelentős gyár tók közül hiányzot t az NSZK-beli 
Preussag és a br i t Metals Research. A Si egykristály 
jelenlegi maximális átmérője 8" (203 mm), ezt a 
Wacker és a Monsanto egyaránt kínálja. A fejlődés 
várha tó iránya nem az átmérő további növelése, 
hanem a paraméterek javí tása, szórásuk csökkentése. 

A GaAs iránti kereslet hullámzó, jelenleg növeke
dőben van, de távlat i lag sem haladja meg a Si iránti 
kereslet 8 —10%-át. A gyár tók jelenlegi legfőbb kor
látja a Ga készlet szűkössége! 

Újdonság a Heraeus alumíniumnitr id kerámiája. 
Hővezető-képessége megközelíti a berillium-oxidét, 
ugyanakkor — azzal ellentétben — nem mérgező. 
Szilárdsági adatai kevéssel rosszabbak az Al 2 0 3 -éná l . 
Ára viszonylag magas, alkalmazása valószínűleg ext
rém teljesítménysűrűségű helyeken várható . 

Hib r id vastagréteg paszták fejlődésére az egyre 
összetettebb pasztarendszerek kialakulása, a nem 
nemesfém alapú paszták fejlődése és a polimer kötő
anyagú paszták megjelenése jellemző. 

A félvezető eszközök technológiájában az USA és 
J a p á n messze megelőzik a többi országot. Ezen a 
területen azonban igen kevés kiállítójuk szerepelt, 
így a kiállí tást nem lehet a félvezető technológia 
reprezentánsának tekinteni. 

Mielőtt a lá to t tak analízisére térnénk, érdemes 
foglalkozni a távolmaradás okával. B á r egyértelmű 
választ találni nehéz, a legáltalánosabb vélemények 
szerint a technológiai berendezések területén az élén
külő hazai piac leköti a kínála tot és nem fűződik 
érdek a távoli területeken tör ténő értékesítéshez. 

Visszatérve a berendezésekre: a litográfia területén 
még vezet az optikai sáv. Egyre szélesebb az ultra
ibolya sáv felhasználását lehetővé tevő berendezések 
választéka (pl. K a r i Süss [NSZK] gyakorlatilag teljes 
U V litográfia sort kínál). 

A kiállítás tükrözte a direkt elektronsugaras eljá
rás i ránt i érdeklődés csökkenését. A Perkin-Elmer 
(USA) csupán prospektusokkal ismertette a már 
több mint egy éve bevezetett MEBES I I . rendszerét, 
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de nem ajánlot ta ennek az irodalomból ismert I I I . 
típusjelű vál tozatá t . Várha tóan a röntgensugaras 
litográfia lesz a nagy felbontóképességű eljárás, de az 
igények jelenleg még nem követhetők, ilyen beren
dezést k i sem áll í tot tak. Ugyanakkor többen is kínál
tak ionsugaras megmunkálás t 5 0 nm felbontóképes
séggel. 

Viszonylag gazdag volt a száraz kémiai (plazmás) 
maró berendezések választéka (mintegy 2 0 cég). 
Valamivel kevesebb, de nem elhanyagolható mennyi
ségű plazmás leválasztó is lá tha tó volt. Ezeknek 
különösen gazdag volt az idén a fém-target válasz
téka. 

Említésre kívánkozik az a több helyen is hangsú
lyozott tény, hogy a magas szintű új technológiák 
mellett vál tozat lanul él és működik a fém-gates 
PMOS technológia, mivel viszonylag nagy feszültsé
geket tud kezelni és olcsó. í gy a display meghajtó 
áramkörökben még belátható ideig szerepelnek ilyen 
"technológiával készült áramkörök. 

Feltűnően szűk volt a tervezőrendszerek k ínálata . 
Mindössze féltucat cég kínált huzalozástervezést és 
csupán ket tő gate-array, i l l . cd lás tervezést. Ennek 
fő oka a fent már elmondottakon kívül az lehet, 
hogy ugyanebben a vásárvárosban kevéssel a Pro-
ductronica előtt rendezték meg a System 8 3 kiállí
tás t , amelynek profiljába a tervező software-hárd-
ware konfigurációk is beletartoztak, és ahol — infor
mációink szerint — bővebben szerepeltek. 

A hibrid integrált áramkörök felhasználásának nö
vekvő ü teme továbbra is fennáll. Ennek megfelelően 
technológiájuk is jelentős súllyal szerepelt a kiállítá
son. A lá to t tak szerint a műveletek automatizálása 
van soron, számtalan olyan alkatrész kapha tó , ame
lyik automatikusan ül te thető be. Ez egybeesik egy 
több helyen jelentkező fő tendenciával : minimálisra 
csökkentem az élőmunka a rányá t , elsősorban a hibák 
csökkentése, a kihozatal növelése érdekében. 

A nyomtatott huzalozások technológiája területén 
nincsen forradalmi újdonság. I t t is megfigyelhető a 
más területeken is érvényesülő ket tős tendencia. 
Igen sok vállalat tudja ugyanazt a terméket előállí
tani a néhány évvel ezelőtti csúcsszínvonalon, és a 
műveletek automatizálása a csökkenő hibaszázalék 
mellett jelentősen megnöveli a termelékenységet. 

A rézfóliák vastagságának csökkentésévei egyre 
finomabb rajzolatokat tudnak előállítani. Erőtelje
sen fokozódik a több rétegű áramkörök fogyasztása 
és így fejlődik a technológiai kínálat is. Egyre nö
vekvő méretű préseket készítenek, amelyekbe az 
eredeti alapanyagból 1 0 — 2 0 réteg helyezhető el. Egy 
gyártó a chip-carrierekhez illeszthető hajlékony nyom
tatot t huzalozású alaplemezt is bemutatott. 

A N Y Á K lapok megmunkáló berendezéseinek auto
matizál tsága is jelentős mér tékben emelkedett a ké t 
évvel ezelőtti bemuta tóhoz képest. Az egyes munka
fázisokból és helyenként a közöt tük tör ténő szállítás
ból is az emberi munka k i van zárva. A furat ellen
őrzésére példa az optikai alakfelismerő programmal 
tör ténő ellenőrzés (Advanced, Controls, USA, W E G U -
Messtechnik, NSZK) 2—3 jxm felbontóképességgel, 
több ezer furat/óra mérési sebességgel, automatikus 
statisztikus hibaanalízissel. 

A szereléselőkészítés és szerelés területén a legszem
betűnőbb az automatizálás ugrásszerű előretörése. 

Az alkatrészeket előrendező és rendezetten tároló, 
szállító berendezésektől az a lkatrészlábakat vágó, 
hajlító, huzalvágó, kötegelő, bandázsoló berendezé
seken keresztül a hibrid és N Y Á K beültető robotokig 
a legkülönbözőbb funkciójú és kapaci tású berende
zésekkel igen nagyszámú cég Jelentkezett. A robot
technika az elektronikai szerelés területén minden 
valószínűség szerint frontát törés előtt áll. 

Több tucat cég jelentkezett különböző t ípusú, 
olykor modulárisan bőví thető szerelő robotjaival. 
Viszonylag szerény (néhányszor tíz alkatrészfajta és 
néhány ezer db/óra) nagyságrendtől — Philips — 
Volvo, Mimot (NSZK) — és az igen nagy teljesít
ményű kb. kétszáz alkatrészfajta, t öbb tízezer 
db/óra — Panasonic, T D K (Japán) — valamennyi 
szint és valamennyi filozófia (szabadságfokok, moz
gatási és forgatási lehetőségek stb.) megtalá lhatók 
a piacon. Kohámos felhasználásukkal kölcsönhatás
ban nő a felületre fektethető lapos alkatrészek válasz
téka. A diszkrét eszközök tekintélyes választéka 
elérhető SOT tokokban. A passzív alkatrészek közöt t 
megjelent a chip formátumú indukt ivi tás is 0 ,1 . . . 
1 0 0 0 [ Í H t a r tományban . Kisebb az IC-k lapos toko-
zású választéka, de feltehetően ez is növekedni fog. 

Ugyanakkor nem csökken az egyedi kéziszerszá
mok kínálata , sőt az egyre nagyobb ér téket képviselő 
szerelt lapok tesztelés u tán i javí tása növekvő mér
tékben igényli az egyedi kismunkahelyek felszerelé
sét. 

A mérés, ellenőrzés területére fokozottan érvényes, 
hogy az emberi tevékenységet a minimumra korlá
tozzák. Úgyszólván a terület egészére jellemző a 
mikroprocesszoros, de még inkább mikrogépes tech
nikák mindent átfogó elterjedése. Ez software segít
ségével igen nagy flexibilitást tesz lehetővé, meg
növeli a mérési sebességet és automatikus adatfeldol
gozást, statisztikai kiértékelést, hibaanalízist biz
tosít. 

Az IC-k gyártásközi ellenőrzésére viszonylag kevés 
példát mutatot t a kiállítás. Meglepően gazdag volt 
viszont a kínála t a szeletek, illetve a kész tokozatlan 
és tokozott IC-k legkülönbözőbb fizikai elveken ala
puló vizsgálóberendezéseiben. A kétségtelen sztár a 
Leitz (NSZK) akusztikus mikroszkópja, amely mi 
nia tűr ultrahangos akusztikai impulzusradar. Az esz
köz a mélységi h ibák felderítésére alkalmas. Ki lépet t 
a laboratóriumból az Auger és a mélyszintű tranziens 
spektroszkóp, a szórt e lektronnyalábbal működő 
vizsgálat, a röntgenmikroszkóp és a termikus fény
képezés. 

Az IC és szerelt részegység mérő és ellenőrző auto
m a t á k r a a teljes mérési skálán (IC teszt, in-circuit 
és funkcionális teszt, burn-in) a sebesség növekedése 
( 5 0 , sőt 100 MHz) mérési frekvencia, 4 0 IC/sec és 
a mérőpontok számának megnövekedése ( 2 5 6 pin) 
a jellemző. A két éve csúcsteljesítménynek számító 
2 0 MHz, 100 pin értékeket több cég is megbízhatóan 
szállítja. Ezen a területén az USA kínálata kevésbé 
visszafogott, bár a legújabb berendezéseit nem kí
nálja, és így a vezető USA- és európai cégek nyú j to t t a 
kínálat lényegében azonos. 

Általános a mérő-ellenőrző berendezések IEC vagy 
I E E E busz-kompatibil i tása, ami lehetővé teszi egy
részt a felhasználás igényeinek optimálisan megfelelő 
konfiguráció kialakítását , másrészt a központi mérés-
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adatgyűjtést . Ugyanezt szolgálja a berendezések erő
teljes modulari tása. 

Elesén ellentétben áll ezzel a software helyzete. 
Nyi lvánvalóan egy szabványosí tot t tesztprogram 
vagy transzportábil is software csomagok lennének 
kívánatosak — azonban ezek nem léteznek. Minden 
egyes mérőeszközcsaládra a gyár tó kifejleszti (vagy 
fejleszteti) a saját programcsomagját , amelyek rend
szerint Basic vagy Pascal a lapúak, könnyen használ
ha tók — de nem kompatibilisek. 

összefoglalva a l á to t t aka t , hadd emeljük k i ismét 
a fő tendenc iáka t : 

— az elektronikai gyár tás egészére jellemző az 
élőmunka a rányának a lehető legkisebb csökkentése 
és ezzel párhuzamosan a mikroszámítógépek és sze
relő robotok felhasználásának rohamos növekedése; 

— a technológia a legtöbb területen telítődési 
tendenciákat mutat, ezzel egyidejűleg növekszik a 
kínála t a lényegében azonos technológiai színvonalat 
megvalósító berendezésekből; 

— valószínűleg a belső piac átrendeződése folytán 
a legnagyobb USA- és j apán cégek egyre kevésbé 
érdekeltek technológiai berendezések európai eladá
sában. 
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